证券代码：688456                                   证券简称：有研粉材

有研粉末新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表（2024年12月3日）

	投资者关系活动类别
	☑特定对象调研       □分析师会议
□媒体采访           □业绩说明会
□新闻发布会         □路演活动
□现场参观           □电话会议
□其他

	参与单位名称
	中信证券、中邮创业基金、星石投资、天壹资本

	会议时间
	2024年12月3日9：30-10：30

	会议地点
	有研大厦

	上市公司接待人员
	董事会秘书、财务总监、总法律顾问：姜珊
证券事务代表：王妍
证券事务专员：瓮佳星

	投资者关系活动主要内容介绍
	Q1：请简要介绍公司今年的整体经营情况。
A1：公司前三季度整体销量23,000吨，同比增长10%，营业收入23亿元，同比增长18%，其中销量增长带来的增量是11%，由于原材料价格上涨带来的增量是7%。利润总额4,489万元，同比增长3%。四季度市场开拓效果良好，11月公司铜粉销量再创新高，有研合肥、有研重冶、英国Markin公司均创造了本公司有史以来单月销量的最高记录。

Q2：请简要介绍公司近期有重大突破的新产品的开发情况。A2：铜基板块目前实现突破的新产品主要为导热铜粉，主要用于制造风冷散热组件，与传统雾化铜粉相比，具有梯度孔隙结构、比表面积发达、松装密度低等特点。此款铜粉在散热效率方面较传统雾化铜粉，性能提升 10%-20%，热端收益3-5℃，属于行业内比较大的进步。

Q3：导热铜粉具体市面上的应用有哪些？ 
A3：该产品是公司与某终端用户合作开发的产品，现已成功应用于部分GPU散热器件。据了解该产品目前也已部分应用于AI算力服务器、基站、大型路由器、交换机等场景，应用效果截至目前反馈良好。

Q4：导热铜粉的下游需求目前如何？ 
A4：目前已经实现每月吨级供货，供应稳定。该产品在其他领域的应用也在测试阶段，下游需求根据公司研发进度有望进一步扩大，公司的柔性产线使得现有产能能够迅速匹配市场需求。

Q5：行业内只有我们能生产导热铜粉吗？ 该技术短期内是否容易被竞争对手突破？ 
A5：目前只有公司能生产新型导热铜粉。公司经过多年发展，在长期研发积累的大量实验数据、工艺经验基础上，形成了完善的研发技术体系，拥有国家级创新平台，材料研发团队可以参与到客户的设计端，共同设计、开发需要的粉体材料，定制适合于下游客户应用的粉体产品。本次新产品研发就起源于下游客户的应用需求，共同研发了两年，在加工方式上实现了突破，解决了以新的生产方式制造的导热铜粉在产品应用上的问题，在行业内属于首创。

Q6：公司产品还有哪些其他亮点？ 
A6：公司未来研发方向是向新的应用领域拓展、延伸，也会继续延伸产业链，如铜基板块，在保持现有市占率前提下，加强新产品的研发力度，如复合铜粉、超细铜粉、低松比铜粉等高附加值产品。如电子浆料领域，专注于超细镍粉、超细铜粉、超细银粉、银包铜粉及其浆料等新产品的研发，增加互连材料的种类，可应用于PCB、MLCC等产品。结合国家设备更新、发展新质生产力的政策，不断调整产品结构，开发新的应用领域，形成新的产业链，扩大市场需求。

Q7：铜粉产品的定价方式是怎样的？ 
A7：公司铜基板块产品的定价方式主要是原材料+加工费的模式。

Q8：关注到3D打印产品的毛利水平达40%，今年的出货量预计如何？ 
A8：本年3D打印粉体销量整体向好，截至十月，公司3D打印粉体销售量达到2023年全年销售量的2倍，预计年底可以达到3倍。

Q9：增材这块有涉及消费电子？
A9：增材板块不涉及消费电子行业，公司的锡基板块下游行业为消费电子行业。

Q10：公司在光伏领域有没有铜浆的应用？
A10：公司在几年前参加过科技部的国际合作项目、北京市重点研发计划，有对铜浆的应用研究，当时主要应用于三代半导体。有了这样的技术积累，今后铜浆研发应用于哪些场景，主要考虑市场的应用成本，高温银浆和低温银浆技术路线不同，银包铜替代的有可能以高温银浆为主，银包铜场景的异质结、IBC等低温银浆，铜浆在粉体、载体部分都会有技术区别，公司也在关注并紧跟市场技术路线，等待市场批量化使用的行业信号。

Q11：公司对各板块未来发展如何规划。
A11：公司铜基板块经过多年的发展，在国内市占率方面已取得显著优势，未来公司会继续加强新产品的研发力度，如研发复合铜粉、超细铜粉、低松比铜粉、导热铜粉等产品，未来会做好产品细分，根据市场需求灵活调整产品结构。目前公司锡基板块的产能能够满足市场需求，板块整体的发展致力于技术迭代并向下游新兴产业链延伸，同时公司通过调整产业结构，生产附加值更高的产品，争取达到20%-30%的年增长率。公司对增材板块寄予厚望，依托科创中心的募投项目，对3D打印板块进行大规模投入，未来会逐步推进向下游的延伸发展。同时在提高3D打印粉末制备能力上持续加劲，预计明年会实现量产的重大突破。电子浆料板块还处于技术研发阶段，主要聚焦国家任务，属于未来产业。公司之后将继续融入国家战略，保障产业链供应链安全稳定，加快传统产业转型，打造战略性新兴产业，在中国式现代化建设中展现央企责任担当，以更加优异的业绩回报广大投资者。


	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	不涉及
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